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内容概要

　　中国计算机工程与工艺专业委员会成立于1988年，致力于探讨计算机工程与工艺中所面临的各种
问题与挑战，为广大专家学者提供一个学术研究及工程经验交流的平台。
专业委员会在计算机工程与工艺相关领域积极开展学术交流活动，先后组织举办了十三届全国性学术
会议，召开了“电磁兼容性”、“结构设计与CAD”等四次专题讨论会。
专业委员会学习和落实计算机学会制定的组织原则与有关精神，坚持学术为上，将每届学术会议组织
得有声有色，保证入选论文的高质量，使学术会议取得令人满意的效果。
　　本次学术年会共收录近百篇来自全国各高校、研究所的高水平学术论文，其内容覆盖计算机结构
、工艺与应用，I／O、互联与系统集成，高性能计算与微处理器设计，SoC技术，低功耗与高可靠性
设计，集成电路，模拟、测试与验证等方面。
所收录论文质量较高，研究靠近国际前沿，具有一定的学术代表性。
　　为了提高会议影响力，增大学术交流力度，本次学术年会论文集由西北工业大学出版社正式出版
。
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的查找算法　X-DSP循环寻址和位反向寻址的设计与实现　一种新型的Infini Band网络接口实现模型
　I/O库ESD保护电路模拟与分析　X-DSP中基于同步的主机接口的设计与实现　0.13um下的标准I／O
库的精粹电路研究　InfiniBand胖树子网故障模式及影响度分析　DSP中Expansion Bus I／O接口的实现
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、高性能计算与微处理器设计　嵌入式微处理器的可测性技术研究　基于Ultra SPARC体系结构的TLB
失效处理机制研究  　一种基于多总线结构的DSP访存控制器　64位加法器的电源网格优化　X-DSP处
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　基于虚拟机的SoC仿真原型VMSIM　基于FC接口SoC软硬件协同设计验证平台构建与实现　基
于RS232的SoC硬件调试器　基于MBI板小型化SoC设计与实现五、集成电路　一种DDR2 SDRAM控制
器的设计和实现　一种16×32位多功能乘法器的设计　基于FPGA设计与实现SDRAM控制器　L2 Cache
tag阵列中27位比较器的设计与实现　高速CAM的匹配优化技术　基于加法进位链的时间数字转换电路
设计　用于迟滞开关电源的可调单边迟滞比较器⋯⋯六、低功耗与高可靠性设计七、模拟、测试与验
证
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章节摘录

　　1 概述　　研制高性能大型计算机面临的一个关键技术课题，是如何处理大规模集成电路器件及
高密度组装带来的高热流通量的冷却问题。
　　随着计算机技术的不断发展，CPU的速度不断提高，单芯片内多核处理器也逐渐成为主流，尽管
大多数芯片厂商都采用了芯片低功耗设计技术，也无法避免芯片热流密度的不断提升。
同时人们对工作环境的要求也越来越高，机箱静音设计技术成为市场的普遍选择。
这些直接导致传统风冷散热器逐步被各种各样不同形式的热管散热器所替代，采用低转速、低噪音的
冷却风扇成为现实。
　　铜制热管是一种高效的传热元件，具有优异的传热特性，沿轴向的等温特性好，其传热效率比同
质量的铜散热器大2～3个数量级[1]。
热管散热器主要原理是把发热面的热量迅速由铜制热管传递到散热器末端的翅片上，再经对流换热传
递到空气中。
因此，热管散热器克服了传统散热器的约束，其尺寸大小和翅片数量大大增加（见图1）。
　　由于CPU的工作温度直接关系到计算机的稳定情况和使用寿命，只有其工作温度保持在合理的范
围内，计算机才可能进行长久有效的工作。
要控制CPU表面温度在合理的范围内，必须在冷却设计时进行详细分析。
常规设计方法中冷却参数的确定需要进行大量的试验工作，这些试验浪费了很多的时间和经费，而计
算机热模拟技术的使用可以有效减少这些工作，同时针对使用中的不同情况进行直接模拟计算，以更
直接、更有效、更快速的方法完成冷却设计任务。
　　2热管散热器试验台　　在使用计算机热模拟技术初期，出于对热模型的建立、热模型参数的确
定等相关经验积累的需要，必要的试验验证工作不可或缺。
为此，针对如图2所示的1U服务器上使用的热管散热器，我们建立了一个简易的风冷试验台。
　　⋯⋯
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